
技術データシート

curamik® セラミック基板

Al O  W/mK @ °C

HPS  W/mK @ °C

Si N  W/mK @ °C

AlN  W/mK @ °C

Al O アルミナ curamik® Power

HPS* アルミナ (9% ZrO2 添加) curamik® Power Plus

Si N 窒化ケイ素 curamik® Performance

AlN 窒化アルミニウム curamik® Thermal
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厚みの組み合わせ(DBC)

厚みの組み合わせ(AMB)

* HPS 製品は一部の国で特許制限があります。

備考ご要望に応じて、その他の銅の厚さにも対応します。



curamik® セラミック基板 技術データシート  

マスターカードのサイズ  mm x  mm ± %

最大 使用可能面積 mm x  mm ± %

銅剥離強度 銅厚0.3 mmのDBC の場合、
≥ 4.0 N/mm @ 50 mm/min
銅厚0.5 mm のAMBの場合、
≥ 10.0 N/mm @ 50 mm/min

めっき 無電解ニッケル: 3 µm - 7 µm (8% ± 2% P) 全体

無電解銀: 0.1 µm - 0.6 µm 全体

無電解金クラスA: 0.01 - 0.05 µm ニッケル上の全体

無電解金クラスB: 0.03 - 0.13 µm ニッケル上の全体

粗さ (DCB)* Ra ≤ z ≤ max =

粗さ (AMB)*

寸法

表面オプション

導体間隔

Al O  ppm/K @ °C - °C

HPS °C - °C

Si N °C - °C

AlN °C - °C

熱膨張係数 (CTE)

銅メッキの場合、5%から60%高い (銅の厚さによる)

* ご要望に応じて、より低い粗さにも対応します

ロジャース・コーポレーション
 
www.rogerscorp.com/pes
www.curamik.com
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本書に記載されている情報は、ロジャースのパワーエレクトロニクスソリューション材料を用いた設計を支援することを目的としています。これは、明示または黙示を問わず、商品
適格性または特定の目的への適合性、あるいは本書に示された結果がユーザーによって特定の目的のために達成されることを保証することを意図したものではなく、またそのような
保証を行うものでもありません。ロジャース・キュラミック製品が各用途に適しているかどうかは、ユーザーが判断してください。ロジャースロゴ、キュラミックロゴおよび
curamik は、ロジャース・コーポレーションまたはその子会社の商標です。
© 2019 ロジャース・コーポレーション 全著作権所有。 出版物番号 #135-004. バージョン 1.19 JP.


